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DES PLATEFORMES AU CŒUR DE L’INNOVATION EN 
PACKAGING

• 460 m² de salles blanches et 540 m² laboratoires dédiés au 
packaging et à l’assemblage de composants

• Plus de 146 équipements 
• Des compétences en conception, simulation, matériaux, 

développements technologiques, tests et fiabilité.

PACKAGING OPTIQUE

PACKAGING  & 
INTEGRATION 3D

• 200 m² de salles blanches / 200 m² de laboratoires
• Simulations / Technologies / Métrologie / Fiabilité
• ~ 70 équipements / 30 personnes

• 100 m² de salles blanches / 200 m² de labo
• Conception / Technologies / Caractérisations
• ~ 30 équipements / 40 personnes

Applications : imageurs / µdisplays / Photonique

Applications : MEMS / HPC / Puissance / RF / Quantique / Medical / Cybersecurité

PACKAGING &
INTEGRATION 3D
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High aspect ratio holes and via-
holes (AR~42) in glass 
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Flip-chip bonding with Au stud bump

Chip level

Laser spot

150nm Au 
layer

3D laser structuration of thin-film metal

Applications : Micro-nano optique / micro-nano 
acoustique / M(O)EMS / RF / Quantique
Medical / Photonique / Micro Robotique

Wafer level

• 50 m² de salles blanches / 50 m² de labo
• Technologies / Métrologie / Caractérisations
• 16 équipements / 3 personnes / 35 utilisateurs

MEMS array-type 4x4 electrostatic phase shifter

PACKAGING &
INTEGRATION 3D

• Applications : MEMS / MOS / RF / Lab on Chip / Photonique / 
Puissance / Santé / Environnement / Energie

• 110 m² de salles blanches / 90 m² de laboratoires
• Technologies / Métrologie / Caractérisations
• ~ 30 équipements / 2 personnes / 41 utilisateurs
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